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本特集では，大規模LSIでよく採用されている多ピンBGA/CSPパッケージの実装技術を取り
上げます．ピン数が増えることにより，プリント基板の層数が増加し，高密度配線が要求され
るようになります．品質を保ちながらコストを抑えるためには，回路設計とプリント基板のパ
ターン設計の両面でくふうが必要になります．
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第1章　大規模LSI実装の現状と課題�
��回路設計をくふうすれば高品質のプリント基板ができ上がる�
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第2章　回路設計者のためのプリント基板Q＆A�
��BGA/CSP実装で起こる疑問を解消する�
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第3章　非貫通ビア基板の活用技術�
��1,508ピン・フルグリッドから全ピン引き出しを効率的に実現�
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第4章　多ピンBGAの省スペース実装事例�
��PC Cardの中に大規模FPGAを入れる�
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高密度プリント基板の品質を上げて
コストを抑えるくふう

デバイスの記事� ボードの記事�


